計畫名稱：FY99「金屬積層板及複合製程高值計畫」學界分包題目摘要
	分包計畫
名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用
	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)積層金屬刀具表面改質技術及刀具性能測試評估
  (聯絡人：江俊憲/分機2459)


	1. 積層金屬刀具因其為異質金屬層狀結構，故彼此有電位差之差異，若欲於表面進行處理(如陽極、微弧氧化等)將明顯異於傳統金屬。本計畫期能針對複合金屬之表面處理技術進行相關研究。
2. 針對刀具之性能測試方法進行評估，並提出刀具之性能測試機制。
3. 配合科專計畫所提出之Ti/Steel/Ti複合金屬，進行其表面處理技術之研究。
	(1). 建立積層金屬之表面處理理論基礎及相關特性研究。
(2). 提出刀具性能測試之方法及建議機制。
(3). 針對本計畫委託之相關技術研究提出至少論文一篇
	複合金屬創新加值應用開發子項計畫

	於科專計畫中主要建立積層金屬刀具及其材料製程技術。而在本分包研究中則針對所完成之積層金屬刀具可應用之表面處理技術進行研究，並針對後續刀具之性能測試方法提出一建議之測試機制以與科專計畫達到互補。
	400

	(2)含銀抗菌不銹鋼檢測技術開發
  (聯絡人： 蔣承學/分機2566)
	‧本委託研究係針對含銀抗菌不銹鋼抗菌試驗之快速檢測方法進行開發研究。
‧研究內容包括：
1.各種不同基材之含銀抗菌不銹鋼進行不同銀含量的抗菌率資料庫建立。(基材部分包含：304、316L、雙相不銹鋼1A及4A等常用之不銹鋼材；含銀量包含0.05、0.1、0.2及0.3%)
2.利用抗菌不銹鋼中含銀量不同，在24小時內所能析出的銀離子量不同，利用離子量測法，得到不同基材與不同銀含量的含銀抗菌不銹鋼在水中析出銀離子量，再與第一項研究內容交互比對，以對照出銀離子析出量和抗菌力之關係，此後廠商生產抗菌不銹鋼產品，能藉此方法快速得到抗菌率。
	‧本計畫將建立不同基材之含銀抗菌不銹鋼對不同銀含量的抗菌率資料庫，並利用不同基材與不同銀含量的含銀抗菌不銹鋼，在水中析出銀離子量之關係與抗菌率交互比對，以建立線上抗菌率檢測方法。
	該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)金屬積層板及複合製程高值應用關鍵技術研究
(2)加值性複合金屬材料與應用技術開發分項計畫。

(3)複合金屬材料開發應用子項計畫。
	‧此檢測方法建立，可便於抗菌不銹鋼產品製造商，不必經過繁之JIS Z2801規範抗菌試驗，將產品置入水中24小時即可測得銀離子析出量，並對應抗菌率資料庫，可快速得到商品抗菌率數據。
	400


計畫名稱：FY99「金屬積層板及複合製程高值計畫」學界分包題目摘要
	分包計畫
名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用

	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(3)電磁成形之板件破壞模式分析與驗證研究
  (聯絡人： 鄭東辰/分機2547)
	‧本委託研究係針對電磁成形製程，以高速成形試驗搭配CAE分析模擬建立高速成形板材破壞模式並進行板件破壞預測與驗證。
‧研究內容包含：
1. 板件電磁成形高速變形之破壞模式探討
--建立Al 5052、Al 6061等材料在高應變速率下材料變形破壞模式與成形極限值
2.手機殼件電磁成形模擬分析
--導入所建立之高速變形破壞模式與成形極限值，進行殼件外形設計與成形分析,預測是否會發生破壞

	1.建立高速成形下Al 5052、Al 6061材料之可成形性評估模式及成形極限值，可提供工程師研判產品開發之可行性。
2. 導入所建立之高速變形破壞模式與成形極限值，進行殼件外形設計與成形分析,可提供設計人員在產品開發時製程設計之參考依據
3.國內論文1篇
 SCI期刊論文1篇
	該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

1. 99環構科專：精密接合實驗室子項-電磁脈衝成形技術
-
	‧本計畫建立之CAE模擬方法，可進行線圈之電磁場分析，並與設備系統之電路設計結合，協助電磁脈衝設備國產化計畫進行。
‧本計畫之研究成果，結合金屬中心現有之電磁成形技術，可有效提升線圈/模具設計開發與電磁成形製程模擬分析之能量。

	400

	(4)金屬電極板表面改質耐蝕性能探討

(聯絡人：邱松茂/分機3557)
	· 模擬燃料電池使用環境進行不同底材及鍍層組合之耐蝕測試平台建立並進行性能測試評估
· 不同底材包括316L不銹鋼、鋁材
· 不同中介耐蝕保護鍍層與低阻抗表面鍍層腐蝕機制之探討
· 電化學及腐蝕試驗包括：開路電位、極化曲線、電化學交流阻抗、鈍化性質及壓力對電化學以及耐蝕性質的影響等分析。


	1. 高耐蝕金屬雙極板材料選用及表面處理建議方案
2. 燃料電池使用環境下金屬雙極板耐蝕性評估分析報告
3. 國外期刊論文發表1篇
	該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

1. 金屬積層板及複合製程高值應用關鍵技術研究
	· 本分包耐蝕機制分析可加速環保PVD製程於金屬電極板耐蝕應用之最適製程建立

· 可協助開發以往金屬電極採用傳統高成本金鍍層之應用推廣限制
· 本計畫之研究成果，結合金屬中心現有之電磁成形技術，可加速燃料電池產業高值電極板之開發

	400


計畫名稱：軟性電子設備及模組技術開發三年計畫(2/3)
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)網版印刷之流變系統分析(聯絡人： 曾健明/分機2643)
	‧本委託研究係針對網版印刷刮印過程之刮刀速度與斷面形狀對網板孔洞之注墨流變系統之模擬，以提升網板設計之變化性與效能(目數≧500)。
‧研究內容包括：
1.網版印刷之印刷參數設計。(條件:刮刀角度45~75度；刮印速度100~300mm/sec)
2.次微米網版之注墨流變模擬分析。(模擬次微米網目排列、形狀、大小與刮刀注墨特性，以滿足薄膜印刷(1um之需求)

3.刮刀斷面之流變模擬(配刮印速度分析刮刀斷面注墨能量供給)，以設計刮刀斷面之形狀。
	‧本計畫將產出一網版印刷製程中刮印參數系統，以提升印刷機性能。

‧次微米網版之注墨流變模擬分析結果可作為次微米網板設計上之規範。

‧刮刀斷面之流變模擬技術可供產業刮刀平台之應用，對刮印製程網板張力加工，具有實質的產業應用面。
	該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)關鍵科專計畫-捲式網印製程設備技術
(2)99探索型創新前瞻計畫- R2R生產系統創新製程模組技術
	‧該刮印過程之流場變化與注墨特性結果，未來將整合在R2R生產系統創新製程模組技術(99年探索型創新前瞻計畫)，結合微米級電鑄網版印刷、滑差量測模組、Air/Vacuum/Air連續傳輸模組、超快雷射動態深度控制模組，以達到軟性電子R2R生產創新製程系統的目的。
‧本分包研究之模擬與分析，可快速、有效地結合金屬中心之軟電印刷製程技術，加快建置印刷模組設備系統。
	400 


	(2)以表面科學與物理高分子學分析微接觸印刷機制之研究
  (聯絡人： 林燁敏/分機2604)
	‧微接觸印刷的四項主要步驟：印模製作、沾墨、轉印、以及印模移除。

本委託研究擬由表面科學與物理高分子科學的角度，對微接觸印刷四個步驟之物理與化學機制進行學理上的分析研究。
‧研究內容包括：
1.PDMS 印模之物理高分子學分析

本工作項目擬藉由物理高
分子科學角度對PDMS 鏈結的過程與結果進行探討，建立PDMS 鏈結之參
數與鏈結後之PDMS 的表面物理特性之關係，以期達到穩定可靠之PDMS印模製作程序與參數。
2.室溫轉印之表面科學分析

擬藉由高分子動力學模擬 (polymer dynamics

simulation) 探討預潤濕層在高分子薄膜室溫轉印所扮演之角色，達到對轉印
步驟的量化分析。

3.PDMS 印模移除之機制分析

由鏈結後之PDMS 的黏彈

(visco-elasticity) 特性出發

，初步探討移除速度對高分

子薄膜轉印之影響。
	‧本計畫將開發量產之微接觸印刷技術。
‧未來將應用於具有低成本、高產能、高競爭力的Roll-to-Roll生產技術，軟性的顯示器、軟性的照明、太陽能電池、軟性智慧感測器、邏輯元件/記憶體、全印式電子標籤等等將是主要的應用領域。

	該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)98軟性電子設備及模組技術開發三年計畫-先進製程設備技術-微接觸印刷技術
(2)96年度創新前瞻技術研究計畫-金屬微型件創新生產技術-金屬基材軟性電子生產系統技術。
	‧本研究技術係延續98軟性電子設備及模組技術開發三年計畫-先進製程設備技術-微接觸印刷技術之開發。
‧基於98年度計畫研究成果、及對於理論基礎探討與研究之補強，本分包研究之分析與產出，將可完整的建構微接觸印刷技術，並使成為金屬中心之核心技術。

‧未來將有系統的開發量產微接觸印刷製程，使應用於Roll-to-Rol生產技術，讓產業能降低設備成本、提高產能及提高競爭力。
	500


計畫名稱：薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫(2/3)
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用
	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)鍍膜腔體電漿分佈特性研究

(聯絡人：
吳以德，

6955298分機248)
	本研究針對G5大面積真空鍍膜腔體輔以電漿效應時的化學氣相鍍膜沉積機制，透過即時監測系統可以瞭解腔體內反應氣體離子化之電漿態分佈情形，以此做為後續零組件與腔體熱流場相關設計基礎。

‧研究內容包括：
1.腔體內部相關組件幾合與被鍍物基板相對位置設計。

2.關鍵組件與反應氣體離子化之電漿態分佈之關聯性分析。(包含通過氣體氣體擴散板之流量與進出口設計)

3.搭配參數變異之關鍵組件，進行鍍膜品質之分析檢測，由被鍍物表面均勻度來探討相關設計參數之影響程度。
	本計畫將開發大面積真空腔體之電漿效應分析與鍍膜相關參數設計。

‧未來將應用於具有本土化、高值化、具價格競爭力的真空鍍膜零組件，相關產業包括有：太陽能電池產業、平面顯視器產業、半導體產業等將是主要的應用領域。

	該腔體分析與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)98薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫-綠能光電鍍膜設備關鍵組件技術
(2)99探索型創新前瞻計畫-大面積高頻電漿增強式化學氣相沈積設備之關鍵模組與其製程
	本研究技術係延續98薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫-綠能光電鍍膜設備關鍵組件技術 -真空元件品質與性能量測技術。

‧該大面積真空腔體之反應氣體離子化在腔體內分佈情形可做為後續PECVD製程的研究基礎，未來將整合99探索型創新前瞻計畫，結合PECVD腔體電磁場分析、高效率微晶矽製程與分析、RF電極板射頻模組、氣體均勻化擴散組件等裝置，以達大面積真空腔體鍍膜關鍵組件本土化之量能建立。

‧基於98年度計畫研究成果、及對於理論基礎探討與研究之補強，本分包研究之分析與產出，將可使PECVD鍍膜製程設計技術更為深入，並使成為金屬中心之核心技術。
	500


計畫名稱：車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫(2/3)
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)底盤K&C量測關鍵參數研究
  (聯絡人：林佳賓/分機2627)


	· 本計畫擬針對汽車底盤懸吊系統關鍵設計參數之K&C量測技術進行分析研究，主要參數包括：大王銷軸線(Kingpin Axis)、瞬時中心(Instant Center)與側傾中心(Roll Center)等。研究內容則包括量測方法與數學模型之建立及模擬與實驗驗證等兩大部份，藉以提供國內汽車底盤K&C測試機台開發之基礎，並進而建立自主底盤之設計與分析能力。
	1.建立汽車底盤懸吊系統運動大王銷軸線之量測技術。
2.建立汽車底盤懸吊系統運動瞬時中心之量測技術。
3.建立汽車底盤懸吊系統運動側傾中心之量測技術。
4.建立汽車底盤懸吊系統關鍵設計參數量測之驗證技術。

	底盤輕量化結構系統子計畫/底盤K&C量測技術平台開發
	側傾中心與轉向軸空間量測等等是K&C量測的關鍵參數之一，藉不同的運動特性掌握車輛底盤操控性，本分包計畫乃藉助學界在公式推導演算及模擬分析等方面之專長，完成K&C量測技術之重要參數，以助整合其他參數瞭解K&C特性。
	450

	(2)行車安全監控系統技術研析
  (聯絡人：陳怡傑/02-23918755/112)


	· 本計畫主要針對智慧車輛行車安全監控技術發展趨勢，內容包括視覺相關應用、車輛安全監控系統、前方監測系統等進行相關研析；並透過研析發展合乎智慧車用安全監控系統雛型，以建立我國差異化自主系統之設計能量。
	1. 蒐集智慧車用安全監控系統設計應用技術相關論文、技術資料至少30篇以上

2. 研發車用前方安全監控系統雛型件一套並進行相關測試

3. 建立車用監控系統視覺演算技術
	產業策略研析子計畫/創新車用智慧模組研析
	行車安全監控系統為智慧車及電動車未來發展之重點項目之一，透過安全系統之設計與應用之研析，可加速發展我國具差異化及競爭利基之智慧車輛，另一方面可藉由此計畫找尋中心在智慧模組之技術佈局
	800


計畫名稱：電動車輛系統模組與關鍵計數開發四年計畫(1/4)
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)電動車底盤系統整合分析研究 

  (聯絡人：張智銘/分機2509)


	· 本計畫將針對電動車底盤動力驅動系統整合，包含了電池、馬達驅動、電能管理等進行系統整合與控制先期性研究，進而提升台灣電動車輛自主化能力。
	1. 建立電動車底盤系統規格制訂及整合能力，產出底盤系統設計流程。

2. 建立底盤動力驅動系統設計規範。

3. 建立電動車底盤能量管理設計規範。
4. 底盤入力條件與CAE分析實驗驗證。
	電動車輛系統模組與關鍵技術開發計畫/電動車彈性化底盤
	底盤次系統整合為running chassis重要工作項目，藉由此分包研究可發展制訂各系統模組規格技術與系統整合控制技術，結合本科專發展平台，進行整合控制技術研究。
	1100


計畫名稱：南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫(2/3)
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)人工牙根之量產檢測技術
  (聯絡人： 蔡東霖/分機217)


	· 本委託研究係針對人工牙根量產時，規劃一套檢驗的標準作業流程(SOP)。
· 研究內容包括：
(1)以一套符合本計畫設計之新型態人工牙根作為規劃量產檢測技術標準作業流程(SOP)之平台。並規劃量產所需之量具及夾治具。
(2)人工牙根性能測試之方法研究，符合ISO 14801規範中，進行植體及支台防鬆脫性能測試。
	1.本計畫將產出一套檢驗的標準作業流程(SOP)。未來新設計之人工牙根皆可依此規範，規劃量產時之檢測。
2.性能測試往往耗時良久。本計畫將產出一套更有效率之性能測試法。
	人工牙根技術研發分項計畫/人工牙根設計、加工及測試技術子項計畫


	建立加工後快速檢測之相關量測技術， 有效減少目前檢測之時間及提高產品精度，增加其產品附加價值。
	500

	(2)光學式微奈米粗糙度量測分析於人工牙根表面之研究(聯絡人：尤崇智/分機)

	· 應用光學式分析原理，於人工牙根表面建立檢驗表面品質，以便用於未來量產之線上檢測用。 

	1.建立光學式檢測分析方法與平台，快速量測人工牙根表面品質。

2.產出光學式檢測分析方式之SOP標準流程文件。

3.明確定義光學法量測標準，其標準規範必須符合FDA條文。
	人工牙根技術研發分項計畫/人工牙根植體生物性表面處理技術子項計畫


	此計畫執行成果將可立即應用於人工牙根表面品質的監控，快速且全檢人工牙根產品，突破目前產業界需要利用高階儀器(如：SEM)檢測的缺點。
	400

	(3)生物性氧化鋯噴砂製程於人工牙根之研究(聯絡人：林怡/分機233)

	· 使用極具生物相容性之氧化鋯材料，進行噴砂製程研究， 其表面品質須通過生物相容性及細胞親核性測試。 

	1.建立專用於人工牙根用之氧化鋯噴砂製程技術，必須產出標準流程之SOP文件。

2.氧化鋯噴砂製程處理後之人工牙根，必須檢附通過生物相容性及細胞親核性測試文件。
	人工牙根技術研發分項計畫/人工牙根植體生物性表面處理技術子項計畫


	氧化鋯屬於生醫應用材料之一，且具有良好之穩定性及生物相容性。未來將極適合取代，目前人工牙根SLA(噴砂酸蝕)製程中，所使用之氧化鋁。
	600

	(4)新型人工牙根之動物實驗(聯絡人：尤崇智/分機)

	· 針對新型人工牙根之動物實驗，其檢測方式及操作流程均需要符合美國FDA (ISO 22911)規範 

	1.配合新型人工牙根進行動物實驗，符合美國FDA (ISO 22911)規範。
2.與現今國外大廠產品比較成果及分析。

3.建立未來臨床資訊的依據與標準之參考。
	人工牙根技術研發分項計畫/人工牙根植體生物性表面處理技術子項計畫


	可作為金屬中心新型式植體

之醫療品質佐證依據，以期增

加其於國際之學術認同、醫療

公信及市場曝光率。 

	2,000

	(5)不同骨質條件對植牙器械鑽孔流程影響之分析(聯絡人：劉曜嘉/分機227)

	· 探討不同骨質條件(D1~D3)下，不同預鑽直徑及轉速，對齒槽骨溫升之影響。並建立這些參數對溫升影響範圍之資料庫。 
· 建立不同骨質條件下，中心植牙器械之標準鑽孔流程。 
· 鑽孔流程簡化可行性之分析。 
	此資料庫將可作為業界器械發展及醫師臨床使用之依據，具有實質的產業應用面。
	植牙系統研發分項計畫/手術器械系統開發子項計畫
	建立相關量化數據與最佳參數，使其開發出之器械，更具競爭力
	500


計畫名稱：金屬中心南科高雄園區醫療器材產業服務平台研發計畫(2/4)
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)臨床資訊服務平台-臨床需求調查
(聯絡人：王昱傑/路科分機222)
	· 透過委託大學規劃、調查臨床需求，研發創新產品

· 委託內容包括：

1. 規劃臨床需求調查運作機制

2. 蒐尋與拜訪醫學院各科專業領域主治醫生

3. 舉辦與主治醫生需求座談會

4. 協助產品改進報告

5. 篩選分析出醫療器材試作可行性

6. 協助產品原型試作臨床評估報告
	· 協助廠商開發過程創新概念之產生，達到產品創新之目的，增加產業之附加價值
	該臨床資訊服務平台與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含：

(1)齒科醫療器材產業研發三年計畫--人工牙根系統設計、加工與檢測子項

(2)齒科醫療器材產業研發三年計畫--植牙系統規劃
	‧該臨床資訊服務平台必須與臨床醫師做面對面的溝通，搭配產業界做產品原型試作的可行性評估，大學醫工系具此方面之能量，可彌補本計畫之不足。

‧委託大學醫工所引薦臨床醫師，學界、醫界結合，可從中找到具市場性的醫療器材產品，提高產品成功機率。
	500

	(2)產品推廣平台-醫療器材網路與展示行銷模式調查與分析
(聯絡人：鄭文銘/路科分機264)
	· 彙整各國醫療器材產業網路行銷模式，及整體網路行銷模式的調查與剖析，作為建構聚落網路行銷之參考依據
· 歸納國內外主要展示區及展館之營運模式，並對於參觀者的評價進行調查，作為未來聚落展示區的營運之參考
	· 依據醫材產業網路推廣模式規劃南科生技醫材專區網頁，強化聚落醫療器材廠商產品推廣之機會
· 透過醫材產業聚落展示區的運作，提升園區內整體醫療服務形象
· 透過使用者之質化與量化調查，建立良好的聚落展示館開發模式與產業聚落展示區運作機制
	該調查分析與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含：
(1)齒科醫療器材研發三年計畫--植牙系統研發
(2)高值齒科產業聚落研究計畫
	‧99年度重要的工作項目就是建構網路行銷模式，國外醫療器材行銷模式極為重要，因為透過各國廠商網路展示的模式普偏調查之後，作為未來建置網路展示評估的依據。

‧99年度重要之查核指標為在南科建構聚落展示區，在國內外有許多的展示空間有不同的營運方式，透過調查與分析之後，作為營運方式參考的依據。
	500


